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PATENTE
DE

INVENCGION

por “SISTMMA PARA SOIDAR PUNTOS DE CIRCUITOS FN PARTICULAR

DE CIRCUITOS INTEGRADOS O IMPRESOS", g favor de la firma
1taliena TEE‘;S.’DCERA-I:aborajboxi . Telefonisa Eﬁ.ea‘btropica e
Radlo Sepedey residente en T7/4 Corso Buenos Alres, MILAN
(Italia).

MRBIORTIA DESCRIPTIVA

La presente invenaldn se reflere a un =l stens
para esta‘plecer conexiones por goldadura, entre puhtos de
olrouitos, en partioular de oircgitos del tipo in'begrgdo
0 del tipo impreso sobre placas, sistema que permite,
aparte de notables rednociones operativas y por oonsiguien
te de costo, asimismo y sobre todo una mis pronunclada
miniaturizacin de los circuitos y de los oomponentese

HL invento comprende asimismo los puentes de go-
ta asi obtenidos. '
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Es conocida la larga difusidn y generalizacidn

Gttt s T

hesta hoy en dia de los cirouitos integrados o impresos,
aglimismo es conocido que una de lass ventajas esenciales
de estos cirouitos respecto a los tradicionales estéd cons~
tituido por su pronunciada minieturizacl ény o perldad de '
otras condiciones. Ademés, el enlace entre pares de puntos,
hagta el presente, se efectian con puentes formados por
dos esplges que se insertan y sueldan en los respectivos
orificios metalizados de soporte del circuito} sl se hace
nec?sario establecer un oortocircuito, enbtre los dos pulie
tos, se suelda un hilo de cobre u Otro metal o aleaocidn
oonductorg, entre el par de puntos. Con el fin de fijar
lag ideas, oonviene inmediatamente referirse a I.La Yepre =
s entacidn esquemética de un puente convencional, referido
g0lo a t{tulo de ejemplo orientativo en la figura 1 (que
es una viste frontal esquemética parclalmente en seocidn)
v en la figura 1' (vista esquemdtioa lateral parcialmente
en seccidn). Por estas figuras se ve que el puente oonven=
cional se obtiene oon las dos espigas a! y b! insertas en
los orificios £ y £' y soldados allf con las soldaduras W
¥ W'. Para la eventual realimacifn del cortocirouito se
suelda en las extremidades libres de a' y bt el hilo de co=-
bre ¢ por medio de la soldadura en serie S1 y 52 (asimis-
mo cuando el hilo es cortado, debe posicionarse de forma
para poder ser reutilizado).

Este sistema presenta no pocos inoonvenien‘}:esz
requiere muchas soldaduras (mfnimos Wy W' en £ y £1, ¥
S1 y 52 en las extremidas de a' y bt); la dlgtanoia A en=

tre a' y b'y, la altura h entre la oa:ra superdior Fg de la
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place P y la cime de las esplgas, la anchura 1 de lag pro-
ples esplgas ¥ lo:s; egpacl o8 entre ellas para ofrecer el
asiento al hilo €, deben ser relevantes (por ejemplo Ay h
son en general del orden‘ de 5 mm y 1 de aproximadamente
1,8=2 mm).-En definitiva, no solo las operaciones para rea-
1izar estos puentes son numerosas y molestas sino ademds
el volumen és elevado y oontrasta con las exlgenclas aiem—
pre més presentes para una miniaturlzacd én estinuladas

Un primer objeto de la presente invenoidn es el
de proporcionar un sistema que no presente log inoonvenien
tes precedentes y que permite la realizacidn de oonexicnes
gegurady féciles, veloOcas, econdmicas y de muy pequefio Vo=
luneze

0tro objeto estéd representado por aonexiones
oongtituldas por senclllos puentes de gotas

~ Un objeto ulterior esté representado por los oir

cultos, en partiocular los alrcultos integrados © iinpre{sos,
que incorporan las nueves oonexiones segin la invencidne

Bestos y otro§ objetos se obtienen oon el slstema
objeto de la invencidn, que se caracteriza por el hecho de
que en los orificios del soporte se insertan pares de es =
rigas provistas de pata de d:i.a_ime‘bro aproximadamente igual
al del orificio, y de cabezas, que se impelen las esplgas
dentro des los orificios hasta llevar las oabezas a oontac—
t0 oon una cara de.j!. soporte; ¥ que se imparten a las pro-
:pia?_ esplgas forma, dimensiones y dlstancias tales para.
quey en combinacidn con una eleceién crftica aslmismo del
material de soporte, la oonexidn entre pares de puntos

ge realice sencillamente oon el aporte de material de pol~
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dadura entre las patas 0 las cabezas de las oltadas espl -

gase

En los circuitos integrados preparados oon el sig
tema del invento, la distancia‘A en‘brg log ejes de las e~
plegas estd comprendida entre 2, 3 ¥ 3,5 mm v la altura de
la soldadura h estd comprendida entre 1 y 1,8 mnj ouando
la altura h! de la cabeza de las esplgas va de 0,4 a O,E}
y el di émetro Qe las cabezas D esfd comprendido entre 1,5
v 2,2 mm. Segdn algunos aspectos de la invenoibn, los pro~
pios circuitos integrados comportan una base realizada en
polfmero o copolfmero de tetrafluoroetilenc o de ftalato
dalflico y la distancia entre la cara superior de la base
v la cara inferior de la base es de por 1o mehos ‘3 nme ‘

Las caracterfsticas de 1los circuitos impresos, ‘
ag?! como también los otros agpectos y ventajas del invento,
aparecerdn més en detalle de la descripcldn que signe pro-
vista en combinacidn con las figuras 2 a 6 que representan
algunas formas de realizaciln preferidas pero no limitati-
vag del concepto inVentivo; B las figuras 2 y 2% se re =
presenta esquendticemente el sistema segdn la invencd én.
En los orificios f y £' se lnsertan ahora dos espigas p
v p' provistas de cabezas alargadas ay b; P ¥y p! se en =
pujan en general a fondo de modo que las cabezag a ¥y b
toguen una care (Fs) de la placa Ps

El puente segin la invencidn se efectua mediante
una gota de material de soldadura S (por ejemplo estafio)que
une las dos cabezas a enlazar a y b. El aspecto mas sa -
liente del sistema consiste en haber eliminado el hilo de

cobre C (figura 1) y por lo menos una soldadura en serie
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adends todo el puente se ha descendido hasta tocar el plu-
no de apoyo Fs de P’(plaoa de circuito impreso-base de sog
tén)e De esta forma, se hace posible disminuir la distan-
cia entre las egpigas. Bs valioso agimismo ls notable dlsw—
minucifn del volumen del puente de gota de estafio segin

el invento (figura 2) respecto al traedicional (Tigurs 1).
La disminucién de volumen se une en el mis amplio razona—
miento con la miniaturizacidn de los cirewitos y de los
conponentess .

A tftulo orientativo, mientras en la figura 1,4
ers igugl a gproximadamente 5, ahore ésta es de gproximada
mente 255 mm, andlogemente h pasa de mée de 5 (figurg 1) a
1,5 (flgurs 2) y la altura de la cabeza es s0lo de 0,5
Se ha encontrado gque la gota de estailo § del sgoldador
puede pasar fdcilmente s las dos cabezas a y b y oon la
nismea faocildidad puede ser quitada de ellas 8010 gi exis=
ten clertas condiciones c?iticas de equilibrio entre las
diversas fuersas en juego, en partioular entre lag i -
guientes ¢ )

1) fuerza de adhesidn de la gota sobre las cabezas, cuan-
do &stas han alcanzado la temperaturs de bafiabilidad;

2) fuerza de adhesiln de la gota sobre el soldador;

3) fuerza de gravedad que persiste sobre la gotae

Se ha constatado sorprendentementes que este equi
1ibrio puede alcanzarse oon una elecci§n eritioa de las dl-
mensiones y de la foma de las cahezas, como aginisno de
la distancla entre sus ejoss Dimensionesy forma y distan-
cia constituyen pardmetros variando los cuales se puede

asegurar 0 ocomprometer la fiabilidad de las oonexiones
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Entre las ocondlolones a sabtisfacer para garantl-
zar una oierta flabilidad figuran sobre todo ias siguien =
tess )

I) que se efectue oon facilidad el puente,

II) gque se logre cortar el puente con facilidad (sdin de-
jar residuos entre las ocabezas),

III) durante lag operaciones de puenteado no deben‘varlar
las cerecterfsticas dimensionales del soporte, ni la
calidad de la superfiole que de otra forma podria per—
mitir la absoroidn de los residuos de estafio o del
desoxidante,

IV) les altas tempersturss localizedas sobre las ombezas
durante la operaoifn de puenteado pueden transmitirse
por conduccifn desde la parte opuesta y en este oaso
no deben ocomprometer le ostabilidad mecdnica del re=
mache, ni dafiar eventuales componentes 0 soldaduras

Ahors se proporcione alguinos e;jemplos. de dimen=
glonado en las dos aplicaciones mds frecuentes
- an los circuitos integrados comprendidas las solucioOw

nes hibridas;

~ en las placas de circulto impreso.

Cada una de gstas dos apllioaciones exige una forw
me dferente de oabeza, sin embargo permanece oons*bgn'be la
disgtancia entre una cabeza y la otra (por ejemplo 2,54 mm
para paso de malla).‘

Ciroultos integradoss (figura 3) necesitan de una base de

sostén Bs y las cabezags a y b esta'.n' oconstituidas por los

mismos enchufes r y ry del clrouito, que en corresponden=
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cia de la base se agruesan en "cabeza d¢ alfiler" oomo re
indica con a y e. Con la eleocidn crftica seadin el inven-
t0 de las dimensi ones A~hl=D (A = distapcia entre ejes de
las esplgas, h! = altura de las ocabezas, D = dldmetro de
la cabeza) ge satisfacen lag dos primeras condiciones de
fiabilidad.

Fijados A y h' dentro de ciertos 1fmites egtables
oon una serie de pruebas es posible dlmensionar Dy

Se ha encontrado que valores parti ou;l.armen‘l;e con~
venientes reoaen en 1os intérvalos sigulentes
para 4 > 23 © 5_335 (escogido 2;54)
pare ' > 0,4 < 0,8  (escogido 0,5)
el diémg’cro de la cabeza D debe ester comprendido entre
1,5 y 2,2 mn permaneciendo en los 1fmites preferidos de
auestra eleccién.

D> L5 <1,7. '

Como se ha dloho an't:er:l. omente, dimens:lonando de
esta forms los pardmetros 4, h', D, se logra féoilmente
gatisfacer las oondlciones I y II. La tercera ocondicidn de
fiebilidad es satisfecha ocon una eleccidn adeouada del me-
terial de la base Bss Se ha encontrado que ésta debe efeo=

tuarse con polfmeros o copolfmeros del tetrafluoretileno

(por ejemplo "Teflon" de la D Pont o nAJ.gof:Lonn de la

Montedison) o del fralato dialflicos

Pare satisfacer la cuarta oondicifn se ha encon-
trado que es necesaxio dar a M (distancia entre la cara
guperior Ps de Bs y la cava inferior Fi del elroulto inte~
grado Cl) valores por lo menos iguales o"euperiores a 3m

y emplear enchufes »r y r! de material de baja oonduotibili
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dad  +érmiocam, en partioular bronte fosforoso (oonducti. -
1idad t&mica del bronce fosforose = = de la condnotibili-

6
dad del cobre).

Placas de circuito impreso (figuras de 4 a 6)

La forma de realizacidn preferida para este caso
es la representada en las figuras 4 y 4': las espigas T
presentan ahora cabezas TR que estén aplastadas longitudi-
nalmente (figura 4) pero alargadas transversalmente (B en
la figura 4'); la gota 5 se forma justo entre TR y TRy

La ventaja més significativa del puente de gota
de estafio S aplicado a la placa de circulto lmpreso, es
dado por la posibilidad de efectuar el punto sobre el lado
de clrouwito ICIR (figura 6) de la placa PCS (en lugar de
sobre el lado de los componentes LCQMP comc en el slstema
tradicional); de esta forma el lado de los oomponentes
LOGMP puede ser ulteriormente disfrutado para el montado
de otros componentes CQIP siempre que egtos tengan ples
PIGO de apoyo no inferiores a 0,5 mm (figura 6):E1 puen=-
te 8 puede ser efectuado por e} lado del cirouito ICIR en
cuanto la gota no supera 1os 2,5 mm (en efecto H estd come
prendido entre 1y 2,2 mm) 1fmi tes miximos tolerados so=
bre este lado, ¥y, para evitar que después de diferentes
puenteados el estafio fluya sobre el ladc de los oOmponen—
tes LCGKP; el terminal a puentear lleva Otra cabeza CP g0-
bre el lado de los componentes (cabeza que obtura el Orie
ficlo en el cual estd inserto el terminal)e

Para las plaocas en cuestidn a cirogi%o impreso
existen dos posibilidades del todo similares; com0 dimen-

giones y forma de cabeza (oomparar lag figuras 4 ¥ 5); la
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Unica diferencia estd representada por un laminads IIE (por

ejemplo de Teflon) gue protege la cara ¥s de la placa de
cirouito impreso P (figura 5). ELl Toflon es indispensable
80lo si el puente debe ¢fectusrse por més de 3 5 5 veces.
Dimengionadot ' ' ' |

Para & % 23 © T 355 (escogldo 2,54)

Para h ™ 0,28 0 ~ 2 (escogido 1,4 )
el anoho de la cabeza debe estar comprendlide entre 1,5 y
2;2, permeneciendo dentro do los Imites de miestra elec =
cifn D.%1,7 <71,9 (H serd comprendido entre 1,5 ¥ 1,8).

- RILVINIL CAGT ONES

Descrito el obJeto del presente invento, se de=

claran nuevas y de propia invencidn las siguientes reivine
dicaciones, con prioridad de la solicitud de pabente ita~-
liana n® 24109-4/71 del 5 de mayo de 1971.

L.~ Sigtena para soldar puntos de‘oirouitOS en
parﬁiculgr de ciroultos in?egrados 0 impresog, parae la rea-
1izecibn, gobre un soporbe, de conexiovnes entre 108 puntos
de clrouitosy en particular de clrecuitos del tipo integro-
do 0 del tipo impreso con el fin de impartir su mindaturdi-
zaoibn siempre més estimulada, caractarizado wor el hecho
de¢ que on los ovificiogs del soporie se insertazn pares de
espigas provisias de pata de didmetro aproximadamente iguel
al del orificio, y de cabezas; que se impelen las espigas
deniro de 1os orificios hasta llevar la cabezas en ocuntac~
to oon'una cara del soportes ¥y que a los mismog gse dan
formas, dimensiones y distancia tales para que; en eombi=
naoibn con una eleccldn orftica asimismo del material de

poporte, la conexidn entre pares de puntos se reeliza sen~



5e

10,

20,

25,

Wy ST
‘*ﬁl-f i

- 10 - v -
654530

clllamente con el aporte de material de soldadura entre
lcs patas 0 las oabezas'de las citadas espigas: )

2¢~ Bistema, secgin le reivindicacidn 1, carace
terizaéo por el hecho do que en el caso de clrouitos inte;
grados, la dictancia A entre 1os ejes de lac osplges esté
comprendida entre 2,3 ¥ 3,5 mm, la altura h' de la oaﬁeza
de 0,4 a 0,8, el dlémetro de las cabezas D esté comprendi-
do entre 1,5 7y 2,2 mm ¥ la oltura (h) de la soldadura estd
comprendida satre 1 y 1?8 nms ’

3.~ Sistema, segin la reivindicacién 2, carac-
terizado por el hecho de que se emplea una base efectuada
en polimero o copolimero de tetrafluoetileno o de fialato
dielf1ico. ' '

4o~ Sistoma, segin las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizedo por ol hecho de que la distancia (Ii) entre
la cara superior del sonorte (BS) y la cara inferior del
cirouito integrads (CI) es por 1o menos igual a 3 @m; -

5.,- Sistena, segin la reivindicaocifn 4, carac-
terizado por el hecho de gque las espigaa_estén consti tud~
dag por los mismos cnchufes del circuite, de yreferencia
en material de baja con@uotibilidad ténmica; '

6.~ Sistems, sogin las reivindioaciones 4 ¥y 5,

caraschterizado por el hecho de que 108 enchnfes se¢ ‘agric—

‘san en corrospondencia do le base formando cabezag de ale

£ilers , ,

Te~ Sistema, segin la rcivindicacibn 1, carace
terizado por el hecho de gue en el caso de circultos im =
presos se emplean espigas aplastadas que tienen ocabezas

estrechadas longitudinalmente (TR) y alargadas transver—
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selmente (B) en las que A estd ain comprendide enmtre 2,3 ¥
3,5 un mientras que h estd comprendido edtre 048 ¥ 2,5 mn
y B entre 1,7 y 1,9 mmé_ '
8.~ Siptema, segmin la reivindicacifn 7, carac~
Yerizado por el hecho de que los puentes a gota son sobre
el 1ado del cirowito de la placa y las espigas terminan
con una cabeza sobre el lado de los componentes oon el fin
de evitar la llegada sobre este lado del material de sol-
dadurae » ’

9o~ Sidtema, segin las reivindicaciones 7 vy 8,
caracterizado por el hecho de que un laminado (LTE), de
preferencia efectuado del tetrafluoretileno, se aplica so-
bre la cara de la placa del lado del ocirouitos

10s~ Sistema para soldar puntos de cirouitos
en particular de cirouitos integrados 0 impresos.

Segin se desoribe y reivindlca en la presente
memoria descriptiva que consta de11 hojas foliadas ¥ es-
critas a méquina por una gola cara, aoompafiadas de los
dibujos I-eglamen:tari R

Madrid, a 1 ¥ ABR. 1872
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